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(57) Abstract

The invention relates to a base for an integrated circuit which has, on the upper side, a first heat sink (2...6) fitted with cooling ribs,
which, for better heat dissipation, is complemented by a second heat sink (8) on the opposite side of the printed—circuit board (9). The

invention is applied in bases for multipolar structural elements.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Sockel fiir eine integrierte Schaltung, der einen ersten, mit Kiihlrippen versehenen Kiihlkorper (2...6)
auf der Oberseite der integrierten Schaltung (1) aufweist, der zur besseren Entwidrmung um einen zweiten Kuhlkérper (8) auf der
gegeniiberliegenden Seite der Leiterplatte (9) ergénzt ist. Die Erfindung wird angewandt bei Sockeln fiir vielpolige Bauelemente.
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Beschreibung

Sockel fiir eine integrierte Schaltung

Die Erfindung betrifft einen Sockel fiir eine integrierte

Schaltung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Hochkomplexe und kostenintensive integrierte Schaltungen,

z. B. Prozessoren, werden als Bauelemente in hochpoligen,
standardisierten Gehausen, z. B. PGA (Pin Grid Array) oder
SPGA (Staggered Pin Grid Array), angeboten. Zur Montage auf
einer Leiterplatte werden AnschluBelemente der integrierten
Schaltung, sogenannte Pins, wahlweise durch Ldten direkt mit
Anschluflelementen der Leiterplatte verbunden oder die inte-
grierte Schaltung wird losbar in einen Sockel eingesetzt, der
selbst auf die Leiterplatte geldtet ist und die elektrischen
Verbindungen zwischen AnschluBelementen der integrierten
Schaltung und AnschluBelementen der Leiterplatte herstellt.
Mit dem hoéheren Aufwand bei der Verwendung eines Sockels als
zusdtzlichem Bauelement wird der Vorteil erreicht, daB ein
spaterer Austausch der integrierten Schaltung, z. B. zur
Reparatur oder zur Aufristung mit einem leistungsfihigeren
Bauelement, leicht durchgefiihrt werden kann. Bei direkt ein-
geldteter integrierter Schaltung wire dieser nicht oder nur

sehr aufwendig mdéglich.

Aus dem DE-GM 87 16 007 ist ein derartiger Sockel bekannt,
der zusdtzlich zur Kihlung auf der Oberseite der integrierten
Schaltung mit einem Kiihlkdrper, der in einen Tragerrahmen

eingeschnappt wird, ausgestattet ist.

Aus der DE 39 22 461 C2 ist ein Abschirmgehduse bekannt, das

zur Unterbringung verschiedener Schaltungen verwendet werden
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2
kann. Das Geh&duse ist im wesentlichen quaderférmig und weist
eine offene Seite auf, die, wenn es auf einer Leiterplatte
montiert ist, durch diese verschlossen wird. Befestigt wird
das Abschirmgehduse an der Leiterplatte, indem vier an dem
unteren Rand des Abschirmgehduses ausgebildete Montagebeine
in Montagedffnungen der Leiterplatte eingefithrt und umgebogen
oder verldtet werden. In dem Abschirmgehiuse untergebrachte
Schaltungen werden direkt mit der Leiterplatte verldtet.
Durch dieses Abschirmgehiuse wird ein ohnehin schon schwieri-
ger Austausch eingesetzter Bauelemente in nachteiliger Weise
zusdtzlich erschwert. Ein weiterer Nachteil ist, daB sich die
Kapselung der Bauelemente negativ auf die Entwdrmung aus-
wirkt, die insbesondere bei komplexen integrierten Schaltun-

gen gewahrleistet werden muf.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sockel fir
eine integrierte Schaltung zu schaffen, der eine verbesserte
Entwarmung der integrierten Schaltung bei geringer Bauh&he

Uber der Leiterplatte ermoglicht.

Zur Losung dieser Aufgabe weist der neue Sockel der eingangs
genannten Art die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
angegebenen Merkmale auf. Vorteilhafte Weiterbildungen sind

in den Unteranspriichen beschrieben.

Die Erfindung hat den Vorteil, daB die bei der Entwarmung
aktive Oberflache vergréBert wird, ohne die Bauh®he eines
Kihlkoérpers tber der Leiterplatte entsprechend &ndern zu
missen. Dabei koénnen beide Kiihlkdrper als Abschirmgehiuse

ausgefilhrt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, daB der Sockel trotz guter elektro-

magnetischer Abschirmung einen leichten Austausch eingesetz-
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3
ter integrierter Schaltungen ermdglicht, die integrierte
Schaltung bereits nach Offnen des Geh&dusedeckels zuganglich
ist und aus dem Sockeleinsatz - eventuell unter Zuhilfenahme
eines einfachen Aushebewerkzeuges - entnommen werden kann.
Zum leichten Offnen des Deckels kann dieser beispielsweise
mit Schrauben, Klammern oder einer Rastverbindung befestigt
werden. Die elektrische AnschluBtechnik des Sockeleinsatzes
kann wie bei herkommlichen AnschluBformen ausgefilhrt werden
und unterliegt keinerlei zus&tzlichen Beschrinkungen. So kén-
nen beispielsweise auf der Seite der integrierten Schaltung
Anschlufielemente in Durchstecktechnik und auf der Leiter-
plattenseite die AnschluBelemente als BGA (Ball Grid Array)
oder SGA (Stud Grid Array) ausgefithrt werden. Insbesondere
wenn auf der Leiterplattenseite eine SMD (Surface Mounted
Device)-AnschluBtechnik eingesetzt wird, ist es vorteilhaft,
den Sockeleinsatz in seiner Lage durch den Sockelrahmen, der
auf der Leiterplatte befestigt ist, zu sichern. Dadurch wird
vermieden, daB bei der Entnahme der integrierten Schaltung
auftretende Ausziehkrafte auf die elektrischen Kontaktstellen
des Sockeleinsatzes wirken und diese beschidigen. Auch bei
einer Montage des Sockeleinsatzes in EinpreBtechnik sollten
die Einprefistifte nicht mit einer zu hohen Ziehkraft bean-
sprucht werden. Durch eine Schridge an der Innenseite des
Sockelrahmens kann eine leichte Zugdnglichkeit der integrier-
ten Schaltung fir ein Aushebewerkzeug erreicht werden. Wird
als Aushebewerkzeug beispielsweise ein Schraubendreher ver-
wendet, so dient der Sockelrahmen in vorteilhafter Weise als
nahe am Bauelement liegendes Gegenlager mit guter Hebel-
wirkung. Zusatzlich ist die Gestaltung des Sockelrahmens so
ausgelegt, daB ein spezielles Aushebewerkzeug, welches auch
zum Eindriicken des Bauelementes genutzt werden kann, einsetz-
bar ist. Durch einen aus mehreren Teilen zusammengesetzten

Sockelrahmen konnen vorteilhaft verschiedene Rahmentypen nach
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einem Baukastenprinzip modular aufgebaut werden. Dies wirkt
sich nicht negativ auf die Abschirmeigenschaften des Gehiuses
beziglich elektromagnetischer oder elektrostatischer Einfliis-
se aus, wenn sich die Teile an den StoBRstellen iiberlappen.
Fir einen guten Warmekontakt zwischen Deckel und integrierter
Schaltung liegt dieser formschliissig, eventuell thermisch
gekoppelt durch eine Warmeleitpaste, auf der Oberseite der
integrierten Schaltung auf. Auch zwischen Deckel und Rahmen
ist die Verwendung einer Warmeleitpaste vorteilhaft. Durch
ZusatzmaBnahmen auf der Leiterplatte, z. B. groBflichige
Kupferflachen beidseitig, die mit méglichst vielen Durch-
kontaktierungen miteinander verbunden sind, kénnen Wirme-
Ubergang und Ground-Verbindung zus&dtzlich verbessert werden.
Durch eine Ausnehmung in der Bodenplatte kann vorteilhaft
sichergestellt werden, daB durch die Leiterplatte hindurch-
ragende Anschlufelemente nicht kurzgeschlossen werden. Eine
derartige Bodenplatte kann auch als Gegenlager bei der Mon-
tage eines Sockeleinsatzes mit EinpreBkontakten dienen. Bei
BGA- oder SGA-Bauform des Sockeleinsatzes ist die Bodenplatte
zur besseren Entwarmung und als Gegenlager vorteilhafter
eben, d. h. ohne eine Ausnehmung, ausgefithrt. Eine SMD-
AnschluRtechnik auf der Leiterplattenseite hat zudem den
Vorteil, daB auch integrierte Schaltungen mit PGA- oder SPGA-
AnschluBformen, die eigentlich fiir eine Durchsteckmontage
konzipiert sind, auf eine Leiterplatte in reiner SMD (Surface
Mounted Device)-Technologie bestiickt werden kénnen, ohne daB
hierbei das SMD-Prinzip durchbrochen werden muf. Mit diesem
Sockel kodnnen integrierte Schaltungen fiir Durchsteckmontage
auch bei Leiterplattentechnologien bestiickt werden, die keine
Durchkontaktierungen als AnschluBelemente zulassen. Dies ist
beispielsweise bei Leiterplatten mit einer Mehrfach-Ober-
flachenverdrahtung der Fall, bei denen durch partielle

Durchkontaktierungen zur Verbindung von Leitungen verschie-
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dener Lagen die Anzahl der Signallagen drastisch reduziert
wird. Durch die nun mdgliche Anwendung einer reinen SMD-
Technologie entfallen die Verfahrensschritte, die bei einer
Mischtechnik zum Bestlicken und L&ten von Bauelementen in
Durchsteckmontage erforderlich waren. D. h., eine Baugruppe
mufl im HerstellungsprozeB nicht mehr an einen Handbestiick-
platz und Uber ein Schwallbad gefiihrt werden. Der Herstel-

lungsaufwand ist somit erheblich verringert.

Anhand der Zeichnungen, die ein Ausfiihrungsbeispiel der Er-
findung darstellen, werden im folgenden die Erfindung sowie

Ausgestaltungen und Vorteile nadher erldutert.

Es zeigen:

Figur 1 einen Sockel in Explosionsdarstellung,

Figur 2 ein Schnittbild durch einen Sockel,

Figur 3 einen Sockeleinsatz mit kraftschliissiger Klemmung
eines Kontaktelementes in einem Schnittbild,

Figur 4 einen Sockeleinsatz mit formschliissiger Klemmung,

Figur 5 einen Sockeleinsatz mit kraft- und formschlissiger
Klemmung eines Kontaktelementes,

Figur 6 einen Sockeleinsatz mit AnschluBelementen fiir Ein-
preBtechnik,

Figur 7 einen Sockeleinsatz fiir Durchsteckmontage in L&t-
technik und

Figur 8 einen Sockeleinsatz in SGA-Ausfiihrung.

Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Gemal Figur 1 besteht ein Sockel fiir eine integrierte Schal-
tung 1 im wesentlichen aus einem Deckel 2, einem hier aus
vier Teilen 3, 4, 5 und 6 zusammengesetzten Rahmen, einem

Sockeleinsatz 7 und einem Boden 8. Der Deckel 2 ist als Kiihl-~
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kérper ausgefithrt und mit Kiihlrippen an seiner Oberseite ver-
sehen, so daRl er entsprechend der Luftfithrung in dem Gerait,
in welchem eine mit den gezeigten Bauteilen bestiickte Leiter-
platte 9 eingesetzt werden soll, optimal ausgerichtet werden

kann. Befestigt wird der Deckel an dem Sockelrahmen mit vier

im Bereich seiner Ecken angeordneten Schrauben 10 ... 13.
Dazu sind in den Teilen 3 ... 6 des Sockelrahmens zu den
Schrauben 10 ... 13 korrespondierende Offnungen mit Innen-

gewinde angebracht, von denen in Figur 2 nur die Offnungen
14, 15 und 16 sichtbar sind. Damit das Abschirmgeh&duse auch
an den StoRstellen zwischen dem Deckel 2 und dem Sockelrahmen
strahlungsdicht ist, weisen die Teile 3 ... 6 jeweils einen
Kragen 17, 18, 19 bzw. 20 auf, der den Deckel 2 an den zuge-
ordneten Kantenabschnitten seitlich etwas iiberragt. Der
Sockelrahmen kann aus wirtschaftlichen Griinden auch als ein-
teiliger Rahmen mit weniger Befestigungspunkten auf der Lei-
terplatte ausgelegt werden. Im montierten Zustand liegt der
Deckel 2 eben auf der Oberseite der integrierten Schaltung 1
auf. Dadurch wird bereits eine gute Warmekopplung zwischen
integrierter Schaltung 1 und Deckel 2 erreicht. Zur weiteren
Verbesserung der Warmekopplung kann die Oberseite der inte-
grierten Schaltung 1 bei der Montage mit einer Warmeleitpaste
oder einem &hnlichen Mittel, z. B. Warmeleitfolie, versehen
werden. Um auch zwischen Sockelrahmen und Deckel 2 eine gute
Warmekopplung zu ermdglichen, sind in den Teilen 3 ... 6
jeweils zwei Ausnehmungen angebracht, die als Depot fiir
Warmeleitpaste dienen. In der Figur 1 sind von diesen ledig-
lich die Ausnehmungen 21 ... 27 sichtbar. Die Teile 3 ... 6
des Sockelrahmens sind an den StoBstellen mit Uberlappungen
versehen, damit auch iiber diese StoRstellen keine elektro-
magnetischen oder elektrostatischen Einstreuungen das Ab-
schirmgeh&use durchdringen kénnen. Der Sockelrahmen wird mit

acht Schrauben befestigt, die durch Offnungen in der Leiter-
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7
platte gefiihrt und in dazu korrespondierende Bohrungen mit
Innengewinde im Boden 8 eingedreht werden. In Figur 1 sind
lediglich die Schrauben 28 ... 31, die Offnungen 32, 33 und
34 sowie Bohrungen 35 ... 40 dargestellt. Der Boden 8 ist
ebenfalls als Kihlkorper ausgebildet und mit Kithlrippen ver-
sehen. An seiner Oberseite weist er eine Ausnehmung 41 auf,
in welche an der Unterseite der Leiterplatte 9 eventuell
lberstehende AnschluBelemente des Sockeleinsatzes 7 hinein-
ragen kdnnen, ohne den Boden 8 zu berithren. Der Boden 8 kann
auch als Support oder Gegenlager benutzt werden, wenn ein
Sockeleinsatz 7 mit Einprefstiften verwendet wird oder mit
Kontaktelementen, die durch Andriicken des Sockeleinsatzes 7
gegen die Leiterplatte 9 in ihren Fiihrungen verklemmt werden.
Wenn die Warmekopplung zwischen Boden 8 und Sockelrahmen iiber
die acht Befestigungsschrauben und die Kontaktstellen an der
Leiterplatte 9 hinweg noch nicht ausreicht, koénnen auf der
Oberseite der Kanten des Bodens 8 wie auch auf der Unterseite
der Teile 3 ... 6 des Sockelrahmens weitere, in Figur 1 nicht
dargestellte Ausnehmungen als Depot fiir Warmeleitpaste ange-
bracht werden. Da auf beiden Seiten der Leiterplatte 9 Kiihl-
kérper vorgesehen sind, wird die Gesamtbauhdhe des Sockels
quasi auf beide Seiten der Leiterplatte 9 verteilt. Somit
wird auf jeder Seite nur eine geringe Bauhohe iiber der Lei-
terplatte 9 zur Realisierung der Entwirmung der integrierten
Schaltung 1 bendtigt. In bestimmten Fillen kann dies von ent-
scheidender Bedeutung sein, beispielsweise wenn auf der Be-
stlckseite der Leiterplatte 9 nur eine geringe Bauh®he zulis-
sig ist, die zur Entwarmung mit nur einem Kithlkdrper auf der
Bestlickseite im lifterlosen Betrieb nicht ausreichen wiirde.
Flir eine leichte Entnehmbarkeit der integrierten Schaltung 1,
z. B. zur Reparatur oder Aufriistung des elektronischen Ge-
rats, sind an den Teilen 3 ... 6 des Sockelrahmens schrag

verlaufende Ausnehmungen 42, 43, 44 bzw. 45 vorhanden, in .
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welche ein Aushebewerkzeug, beispielsweise eine Schrauben-
dreherklinge, derart eingefiihrt werden kann, daB es die
Unterseite der integrierten Schaltung 1 hintergreift. Gleich-
zeitig dienen die Teile 3 ... 6 eventuell als Gegenlager, um
eine Hebelwirkung zu erzeugen. Zur Lagesicherung des Sockel-
einsatzes 7, d. h. damit dieser beim Ausziehen der integrier-
ten Schaltung 1 nicht von der Leiterplatte 9 geldst wird,
sind an den Teilen 3 ... 6 des Sockelrahmens jeweils Stege,
die in der Figur 1 verdeckt sind, vorgesehen, welche im mon-
tierten Zustand auf den Sockeleinsatz 7 nahezu v6llig um-
laufenden Kanten - in Figur 1 sind lediglich die Kanten 46

und 47 sichtbar - zu liegen kommen.

In Figur 2, einem Schnittbild durch einen montierten Sockel
nach Figur 1, ist besonders gut die oben beschriebene Uber-
lappung der Kragen 18 und 20 von Teilen 4 bzw. 6 des Sockel-
rahmens an den Seiten des Deckels 2 sichtbar. Deutlich wird
auch die Verteilung der Gesamtbauhthe des Sockels auf beide
Seiten der Leiterplatte 9, wodurch eine jeweils niedrige Hohe
auf Ober- und Unterseite beil guter Entwarmung der integrier-
ten Schaltung 1 erreicht wird. Durch im Bereich des Sockel-
rahmens plazierte Kontaktstellen auf der Leiterplatte 9 kann
der Sockelaufbau in das Ground-Konzept, d. h. die Fihrung der
Schirm- und Bezugsmasse im elektronischen Gerdt, eingebunden

werden.

Die Figuren 3, 4 und 5 verdeutlichen verschiedene Varianten
zur Klemmung eines Kontaktelementes im Sockeleinsatz nach dem
Andriicken auf eine Leiterplatte 55. Dargestellt ist jeweils
die Situation unmittelbar vor einem Andriicken. Kontaktelemen-
te 56, 57 bzw. 58 sind jeweils mit einer Kontaktfeder 59 zur
Kontaktierung des Anschlufelements einer einzusetzenden inte-

grierten Schaltung versehen. In einen Kunststoffk&rper 60, 61
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9
oder 62 werden die Kontaktelemente 56, 57 bzw. 58 von oben
eingesetzt und durch eine Rastverbindung in ihrer Endlage
gegen ein Herausfallen gesichert. Auf die Leiterplatte 55 an-
gedrickt und dort befestigt werden die Kunststoffkérper 60,
61 und 62 jeweils mit einem Rahmen 63, der direkt auf der
Leiterplatte befestigbar ist. Zur Erliuterung des Toleranz-
ausgleichs sind in Figur 3 MaBe A, B, C und D eingezeichnet.
Um das MaRl A sind die Kontaktelemente 56, 57 und 58 bei allen
drei Varianten einer Klemmung in ihren Filhrungen verschieb-
bar, um Hbhentoleranzen der Anschlufelemente auf der Leiter-
platte 55 ausgleichen zu kénnen. Das MaB B bestimmt den Weg,
um welchen die Kontaktelemente 56, 57 und 58 beim Andriicken
der Sockeleinsdtze gegen die Leiterplatte 55 aus ihrer End-
lage im Kunststoffkorper 60, 61 bzw. 62 verschoben werden, um
eine Klemmwirkung in der Fihrung zu erzeugen. Zur Lagesiche-
rung des Sockeleinsatzes im Sockel ist am Rahmen 63 ein Steg
48 angebracht, dessen Unterseite auf der Oberseite einer
Kante der Kunststoffkdorper 60, 61 bzw. 62 der Sockeleinsitze
aufliegt. Zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen sowie zur
Erzeugung einer definierten Andruckkraft sind an der Ober-
seite der Kante der Kunststoffkdrper 60, 61 und 62 jeweils
nach oben weisende, dachkantformige Fortsdtze 49 vorgesehen.
Beim Andriicken der Sockeleinsidtze gegen die Leiterplatte 55
wird die Hohe D der Fortsdtze um das MaB C zum Toleranz-
ausgleich durch eine Verformung der Fortsitze verringert. In
der Variante gemdf Figur 3 wird eine kraftschliissige Klemmung
des Kontaktelements 56 im Kunststoffk&érper 60 erreicht, indem
sich beim Andricken ein umlaufender Kragen 64 des Kontakt-
elements 56 in eine konusférmige Schrige 65 des Kunststoff-
kbrpers 60 hineindrickt und dort durch gegenseitiges Verklem-
men gehalten wird. Eine formschliissige Klemmung ergibt sich
bei der Variante nach Figur 4, bei welcher ein zunichst hohl-

kegelfdrmiger Kragen 66 am Schaft des Kontaktelements 57 an-
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liegt und beim Andricken gegen die Leiterplatte 55 durch ei-
nen umlaufenden Kragen 67 des Kontaktelements 57 deformiert
wird. Dadurch wird in dem Kunststoffteil 61 eine formschliis-
sige Verbindung zum Kragen 67 gebildet. Bei der in Figur 5
dargestellten dritten Variante ist das Kontaktelement 58 mit
einem umlaufenden, deformierbaren Spitzkragen 68 versehen,
der sich in das Kunststoffteil 62 hineindriickt und eine form-
schliissige sowie kraftschliissige Klemmung bewirkt. Bei allen
drei in den Figuren 3, 4 und 5 dargestellten Varianten ist
somit sichergestellt, daf beim Ausziehen einer integrierten
Schaltung 1, die als PGA- oder SPGA-Bauelement ausgefiihrt
sein kann, keine Krifte auf die Ldtstellen.an der Leiter-

platte 55 wirken.

Ein Sockeleinsatz fiir eine Montage in EinpreBtechnik weist
gemal Figur 6 EinpreBstifte 51 mit Federelementen in ihrem
Schaftbereich auf, die sich beim Einpressen in eine durch-
gehend metallisierte Bohrung einer Leiterplatte an die Innen-
seite der Bohrung andriicken. Eine L&tverbindung ist hierzu
nicht erforderlich. Dagegen werden bei einem Sockel fiir
Durchsteckmontage gemdf Figur 7 durch die metallisierten
Offnungen der Leiterplatte hindurchragende AnschluBstifte 52
durch Loten elektrisch mit Leiterbahnen der Leiterplatte ver-
bunden. Auch Anschlufelemente 53 des in Fiqgur 8 dargestellten
Sockeleinsatzes werden an AnschluBflichen der Leiterplatte
angeldtet, die sich jedoch hier lediglich auf der Oberfliche
der Leiterplatte befinden. Bei der hier verwendeten SMT
(Surface Mounted Technology) ist es vorteilhaft, wenn der
Sockeleinsatz durch Zentrierstifte 54, zu denen die Leiter-
platte korrespondierende Bohrungen aufweist, vor dem L&t-
vorgang exakt positioniert wird. Auch bei den Ausfithrungs-
formen gemdl den Figuren 6 und 7 sind derartige Zentrier-

stifte hilfreich. Fir einen Toleranzausgleich konnen bei der
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SGA-Ausfihrung gemdB Figur 8 oder einer BGA-Ausfiihrung die
Anschlulelemente 53 in Steckrichtung der Zentrierstifte 54
schwimmend gelagert sein. Durch entsprechende Gestaltung der
Anschluflelemente und des Sockeleinsatzes kann dieser nach dem
Lotprozefl durch den Sockelrahmen oder ein anderes Werkzeug
auf die Leiterplatte gepreft werden. Z. B. durch Klemmwirkung
kénnen die Anschlufelemente kraftschliissig in ihrer Endlage
im Sockeleinsatz zusatzlich befestigt werden. Ziehkriafte

wirken danach nicht mehr auf die Létanschliisse.

Da durch das Abschirmgehiuse des Sockels und eventuell durch
eine Masselage in der Leiterplatte eine in bezug auf elektro-
magnetische und elektrostatische Einfliisse hermetisch dicht
abgeschlossene “Insel” gebildet wird, die wahlweise in ein
Ground-Konzept fest eingebunden oder auch induktiv oder kapa-
zitiv angekoppelt werden kann, lassen sich bei einer geinder-
ten Formgebung mit vergroBertem Innenraum des Sockels oder im
Freiraum 55 innerhalb des Sockeleinsatzes 7 weitere beziiglich
elektromagnetischer Abschirmung kritische Bauelemente, z. B.
Quarze, VCO- oder Taktschaltungen, in das Abschirmgehiuse
integrieren. Dies ist besonders glinstig bei Bauelementen, die

der integrierten Schaltung funktionell zugeordnet sind.

Zur Vermeidung zu hoher Ausziehkridfte bei der Entnahme der
integrierten Schaltung 1 kénnen Sockeleinsatze verwendet
werden, die auf der Seite der integrierten Schaltung als ZIF
(Zero Insertion Force)- oder LIF (Low Insertion Force)-

Version ausgefiihrt sind.

In vorteilhafter Weise kann der Sockel bei Austausch ledig-
lich des Sockeleinsatzes 7 fiir integrierte Schaltungen unter-
schiedlicher Gehdusebauformen und unterschiedlicher elektri-

scher AnschluBelemente verwendet werden.
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Patentanspriche

1. Sockel fir eine integrierte Schaltung, der zur Montage auf

einer Leiterplatte geeignet ist,

— mit einem Sockeleinsatz (7), durch den elektrische Verbin-
dungen zwischen AnschluBelementen der integrierten Schal-
tung (1) und AnschluBlelementen der Leiterplatte (9) her-

stellbar sind, und

— mit einem ersten, mit Kihlrippen versehenen Kihlkorper

(2 ... 6) auf der Oberseite der integrierten Schaltung,
dadurch gekennzeichnet,
daB ein zweiter Kiihlkdrper (8) zur Montage auf der dem ersten
KihlkOrper gegeniiberliegenden Seite der Leiterplatte (9) vor-
gesehen ist, der im montierten Zustand durch Ausnehmungen
(32, 33, 34) der Leiterplatte hindurch mit der integrierten
Schaltung warmegekoppelt ist.

2. Sockel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

— daf der erste Kithlkdrper als ein zur Leiterplatte (9) hin
einseitig offenes Abschirmgehiuse mit einem Rahmen
(3 ... 6) und einem Deckel (2) zur Aufnahme der inte-
grierten Schaltung (1) und des Sockeleinsatzes (7) aus-
gefithrt ist, wobei der Deckel (2) zur Entnahme der inte-
grierten Schaltung (1) gedffnet werden kann, und

— daB der zweite Kuhlkérper als Bodenplatte (8) ausgefiihrt
ist, derart, daB der Sockel durch Einklemmen der Leiter-
platte zwischen Sockelrahmen und Bodenplatte befestigbar

ist.

3. Sockel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB
Sockelrahmen und Bodenplatte mit durch die Leiterplatte ra-

genden Schrauben (28 ... 31) zusammenschraubbar sind.
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4. Sockel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich-
net, dal die Bodenplatte eine Ausnehmung (41) fir durch die
Leiterplatte hindurchragende AnschluBelemente des Sockel-

einsatzes (7) aufweist.

5. Sockel nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Sockelrahmen (3 ... 6) im montier-

ten Zustand den Sockeleinsatz (7) in seiner Lage sichert.

6. Sockel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da8
der Sockelrahmen zur Lagesicherung des Sockeleinsatzes auf

seiner Innenseite mit einem im wesentlichen umlaufenden Steg
(48) versehen ist, an dessen Unterseite im montierten Zustand
die Oberseite einer dazu korrespondierenden umlaufenden Kante

(46, 47) des Sockeleinsatzes (7) anliegt.

7. Sockel nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Sockelrahmen an seiner Innenseite
mit zumindest einer Ausnehmung (42 ... 45), insbesondere
einer Schrage, versehen ist, die fiir ein Aushebewerkzeug,
insbesondere einen Schraubendreher, einen Zugriff zum Aus-

heben der integrierten Schaltung (1) erméglicht.

8. Sockel nach einem der Anspriiche 2 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Sockelrahmen rechteckig aus meh-
reren sich jeweils im wesentlichen entlang der geraden Kanten
erstreckenden Teilen (3 ... 6) zusammengesetzt ist, wobei die
Teile an den StoBstellen, die sich im Bereich der Rahmenecken

befinden, einander iberlappen.

9. Sockel nach einem der Anspriiche 2 bis 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Sockelrahmen an den Auflageflichen
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des Deckels Kammern (21 ... 27) fur Warmeleitpaste zur ther-

mischen Kopplung von Rahmen und Deckel aufweist.

10. Sockel nach einem der Anspriiche 2 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daB Sockelrahmen und Deckel an den StoB-

stellen einander tiiberlappen.
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